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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES —

Partie 22: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés
a couches et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale c».nc-malsation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la'C=l). ta CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatica dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, |, ublie des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux uc-tels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationale. . gou\ =rnementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également aux tirvaux. La CEIl collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selo. cdes ~onuitions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questiors techniques, représentent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, “te 2t donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recom.hand itions internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés c.mm. teis par les Comités nationaux.

4)  Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Com.'és nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer
de facon transparente, dans toute la mesure possible, le s Normes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la nc me de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEl n'a fixé aucune procédure concernait Il¢. marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée quand un mae.‘= est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certuins w2 éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intollect i1eliecou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifi€ Je (o'~ "droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CE!"C0r5.-22 a été établie par le sous-comité 47A : Circuits intégrés,
du comité d'études 47 de le Cel Dispositifs a semiconducteurs.

Cette deuxieme éditiz: ar.nule et remplace la premiére édition parue en 1992 et constitue une
révision technique.

Cette norme rs. une spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a couches et les
circuits iniégres hyorides a couches sur la base des procédures d’agrément de savoir-faire.

Le texte de ceite norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47A/446/FDIS 47A/478/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le systétme CEIl d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS —

Part 22: Sectional specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits
on the basis of the capability approval procedures

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for' stai.lard .ation
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object u1 the 1=C is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical an.! electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internationa Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interesteu ‘n the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-gov.rnmer ‘al organizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clcely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete.mi.iec by agreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical mafters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since eac: te chnical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendatioi.s fo. inte national use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they 2re (cceped by the National Committees in that
sense.

In order to promote international unification, IEC Natic 1al Conimittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent poss.>le in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to in'ic21> its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with ¢ne of its standards.

Attention is drawn to the possibility tkFat some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. The IEC sha'l nc be neld responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC AU/ 1%-22 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated
circuits, of IEC technical cc nriittee 47: Semiconductor devices.

This second edition cancls and replaces the first edition published in 1992 and constitutes a
technical revision.

This standard i~ a secuonal specification for film integrated circuits and hybrid film integrated
circuits or th¢ bas’s of the capability approval procedures.

The text of thic standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47A/446/FDIS 47A/478/RVD

rull information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES —

Partie 22: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés
a couches et les circuits intégrés hybrides a couches
sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire

1 Domaine d'application et objet

Cette spécification intermédiaire s'applique aux circuits intégrés a couches et aux =ircits
intégrés hybrides a couches, en tant que circuits sur catalogue ou construits a la ‘em.nde,
dont la qualité est garantie sur les bases de I'agrément de savoir-faire.

L'objet de cette spécification est de prescrire des valeurs préférentiellec. pcur les valeurs
nominales et les caractéristiques, de choisir dans la spécification géné-ique 'es méthodes
d'essais et de mesures appropriées, et de donner les exigences de con.=0le » ut.iiser dans les
spécifications particuliéres des circuits intégrés a couches et des ciiciits iitégrés hybrides a
couches, rédigées suivant cette spécification.

Le concept de valeurs préférentielles s'applique directemenu a v _circuits sur catalogue mais
pas nécessairement a ceux fabriqués a la demande.

Les exigences et les sévérités des essais prescrits dais les spécifications particuliéres se
référant a cette spécification intermédiaire sont d'.i ni‘eau égal ou supérieur a celles de la
spécification intermédiaire auxquelles elles se référent; des niveaux inférieurs ne sont pas
autorisés.

Une ou plusieurs spécifications particuli=i=t. cadres sont associées a cette spécification,
chacune portant un numéro CEIl. Une snecii'cation particuliére cadre, complétée conformément
a 2.3 de cette spécification, constiti e -une spécification particuliere. De telles spécifications
particuliéres sont utilisées pour I'eccetadon du circuit complet et pour I'octroi du savoir-faire
selon les limites définies par le “ab.‘cant dans son manuel de savoir-faire, et le maintien de
I'agrément de savoir-faire en acco.d avec le systéme IECQ.

NOTE — Pour les procédures “'ess ai deux alternatives sont possibles: méthode A ou méthode B. Cependant il
n'est pas autorisé de chaxer acnéthode entre les essais de la méthode A ou de la méthode B.

En général la méthcue A convient mieux aux circuits intégrés a couches passifs alors que la méthode B
s'applique mieux aux zircu ts intégrés a couches a technologie a semiconducteurs.

2 Généralités, caractéristiques préférentielles, valeurs limites et sévérités
pour les esais d'environnement

2.0 K<frences normatives

Le> documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
4l y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60748.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 60748 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Les membres de la CEIl et de I'lISO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS —

Part 22: Sectional specification for film integrated circuits
and hybrid film integrated circuits
on the basis of the capability approval procedures

1 Scope and object

This sectional specification applies to film integrated circuits and hybrid film integrated :ircuits
manufactured as catalogue circuits or as custom-built circuits whose quality is as¢ess~d ¢ . the
basis of capability approval.

The object of this specification is to present preferred values for ratings anc.chuoracteristics, to
select from the generic specification the appropriate tests and measuring t.ethocs, and to give
general performance requirements to be used in detail specifications for film nteyrated circuits
and hybrid film integrated circuits derived from this specification.

The concept of preferred values is directly applicable to. cetalogue circuits but does not
necessarily apply to custom built circuits.

Test severities and requirements prescribed in detail snecifications referring to this sectional
specification are of equal or higher performance leve. sii ce lower performance levels are not
permitted.

Associated with this specification are one or more blank detail specifications, each referenced
by an IEC number. A blank detail specificatica which has been completed as specified in 2.3 of
this specification, forms a detail specificaticn. Such detail specifications are used for the
acceptance of a complete circuit, and the.aranting of capability approval for the boundaries of
capability identified by the manufactu ‘er in his capability manual and maintenance of capability
approval in accordance with the IETQ ~vetem.

NOTE - For test procedures two-~lterratives are available: Method A or method B; however, it is not permitted
to change the methods betwee*asts* f method A, respectively B.

In general, method A is mare <uite dle for passive component based film integrated circuits, whereas method B
is more applicable to sem’onduc.or integrated circuit technology based film integrated circuits.

2 General, preferred characteristics, ratings and severities for environmental tests

2.1 Normativ? re’=2rences

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitur? provisions of this part of IEC 60748. At the time of publication, the editions indicated
we.= va.. '. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
¢ thiz part of IEC 60748 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recu it editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
reyisters of currently valid International Standards.
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CEI 60063: 1963, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs
CEI 60068-1: 1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
CEI 60440: 1973, Méthode de mesure de la non-linéarité des résistances

CEIl 60748-20: 1988, Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 20:
Spécification générique pour les circuits intégrés a couches et les circuits intégrés hybrides a
couches

CEl 60748-20-1: 1994, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 20:
Spécification générique pour les circuits intégrés a couches et les circuits intégrés hyhriu s a
couches — Section 1: Exigences pour I'examen visuel interne

CEIl 60748-21: 1997, Dispositifs a semiconducteurs - Circuits intégrés - "Parie 21 -
Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a couches et les circuits intégr’s hybrides
a couches sur la base des procédures d'homologation

CEIl 60748-22-1: 1997, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégi3s — Partie 22-1:
Spécification particuliére cadre pour les circuits intégrés a couches e les circuits intégrés
hybrides a couches sur la base des procédures d'agrément de savcii-fa.-e
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IEC 60063: 1963, Preferred number series for resistors and capacitors
IEC 60068-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 60440: 1973, Method of measurement of non-linearity in resistors

IEC 60748-20: 1988, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits

IEC 60748-20-1: 1994, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 20: Generic
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits — Section 1:
Requirements for internal visual examination

IEC 60748-21: 1997, Semiconductor devices — Integrated circuits — Sectional specifica.ion for
film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of qualificc t’or aphroval
procedure

IEC 60748-22-1: 1997, Semiconductor devices — Integrated circuits — Pari 22?-1: Blank detail
specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits 2n th» basis of the
capability approval procedures
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